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摘要(译)

本文描述了用于封装片上超声的方法和设备。 片上超声可以耦合到再分
布层和插入层。 封装可以封装芯片上超声设备，并且第一金属柱可以延
伸穿过封装并电耦合到重新分布层。 第二金属柱可以延伸穿过插入层。 
插入层可以包括氮化铝。 第一金属柱可以电连接至第二金属柱。 印刷电
路板可以耦合到插入层。
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